MOVET PRACOVNY LIST

VYROBA A NAVRH DOSIEK PLOSNYCH SPOJOV

1. Prirad’te terminy (skratky) z 'avého stipca k zodpovedajiicim definiciam vpravo.

Je to rozS§irena verzia datového formatu

HDI RS-274-D.

Poskytuje zaklad pre vytvorenie obrazu

odiva povrchova vrstva .
v P (matrice) obvodu.

Je to vodivé prepojenie medzi vrstvami
vo fyzickom elektrickom obvode, ktoré

VA prechadza rovinou jednej alebo viacerych
susednych vrstiev.
RS-274X Dosky plosnych spojov s vysokou

hustotou prepojeni/spojov.

2. Uved’te tri zakladné charakteristiky dosiek ploSnych spojov s vysokou hustotou
prepojeni (HDI PCB).

3. Upravte nasledujuce tvrdenia tak, aby boli pravdivé.

Privody napdjania by mali byt oddelené od wuzemiovacej plochy pomocou

( cievok

keramickjch kon denzétorov) umiestnenych ¢o najblizSie k napdjacim vyvodom

integrované¢ho obvodu.

y . C s 1GHz\ . . . .
Vo vSeobecnosti, frekvencie vyssie ako ( ) su povazované za vysoké frekvencie.

1 MHz

zakladného materialu alebo substrétu)

Jednovrstvové DPS sa vyrabaju z jednej vrstvy ( sivice (laku)

Hlinikové DPS sa skladaju z (illl

tepla a Standardnej vrstvy obvodu.

) podlozky, dielektrickej vrstvy s vysokou vodivostou

najhorsie

Hybridné dosky (rigid-flex PCB) kombinuju to ( najlepsie ) z oboch typov dosiek plosnych

spojov (pevnych a ohybnych) dohromady.
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4. Prirad’te vyrazy z Pavého stipca k zodpovedajiicim definiciam v pravom stipci.

Je to legenda nanesena na dosku
plosnych spojov bielou farbou,
ktora identifikuje jednotlivé
suciastky, testovacie body, ...

Plan usporiadania (floor plan)

Nékres, ktory naznacuje zakladnti
Schematicky navrh polohu suciastok na doske plosnych
Spojov.

Schéma elektronického obvodu

DRC v programe CAD.

Je to funkcia programu CAD, ktora
kontroluje, ¢i navrhnuta doska
plosnych spojov vyhovuje
stanovenym pravidlam navrhu.

Servisna potlac (silkscreen)

5. Vymenujte 5 zakladnych krokov (faz) procesu vyroby dosky plosnych spojov.

1.

2.

6. Upravte nasledujice tvrdenia tak, aby boli pravdivé.

spolu

, pretoze napitové a pradové Spic¢ky z
oddelene) P P P Iy

Udrziavajte digitalnu a analégovii zem (

digitalnych

( analogovych
analégovych

digitalnych ) okruhoch.

) okruhov mézu spdsobovat’ interferencny Sum v (

minimalizujte
maximalizujte

- - y . ( digital
Vyrobcovia pouZzivaju ( fotograﬁvc.ky ?IOtter ), aby ziskali ( ‘eramy ) obraz DPS.
tlaciaren negativny

Pri umiestiiovani st¢iastok ( ) dizky spojov a vyhybajte sa ( 49120 ) uhlom.

sa udrziavat’ dalej

> odti : rojov Sum m rovin a mali by mat’
byt odtienené )Od zdrojov Sumu pomocou rovin a mali by mat

Citlivé signaly by mali (
ovladate'nt impedanciu.
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